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(57) Abstract:

(EN): A method for processing a printed circuit board (PCB), comprising: determining the position of aregion to be tested (22,
41) on a PCB (S102); removing adesignated layer (31; 51, 52) at the position, so as to expose a surface of an insulation layer

(34, 55) to generate said region (22, 41) (S104); using an auxiliary image identifier (231, 232, 233; 421, 422) arranged around

said region (22, 41) to make an adjustment and place a strain gauge on said region (22, 41) for adhesion (S106); and connecting
atesting device to the strain gauge and testing said region (S108). Also disclosed is an apparatus for processing a printed circuit
board (PCB). The present invention solves the problem of high costs caused by the fact that a PCB will be scrapped after testing in
atraditional testing method, and achieves the effect of reducing PCB testing costs.

(FR): L'invention concerne un procédé de traitement d'une carte de circuit imprimé (PCB), consistant & déterminer la position
d'une région atester (22, 41) sur une carte de circuit imprimé (S102) ; diminer une couche désignée (31; 51, 52) au niveau dela
position, de fagon a exposer une surface d'une couche isolante (34, 55) afin de générer ladite région (22, 41) (S104) ; utiliser un
identifiant d'image auxiliaire (231, 232, 233; 421, 422) agencé autour de ladite région (22, 41) pour effectuer un ajustement et
placer une jauge de contrainte sur ladite région (22, 41) pour |'adhérence (S106) ; et connecter un dispositif de test alajauge de
contrainte et tester ladite région (S108). L 'invention concerne également un appareil de traitement d'une carte de circuit imprimé
(PCB). La présente invention permet de résoudre | e probléme de colts élevés dus au fait qu'une carte de circuit imprimé sera
mise au rebut apres le test dans un procédé de test classique, et d'obtenir I'effet de réduction des colts de test de la carte de circuit
imprimé.
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